Title (en)
Process for joining inorganic part produced by injection moulding with inorganic parts produced by another process

Title (de)
Verfahren zum Verbinden von anorganischen, aus Pulverspritzgussmassen durch Spritzgiessen hergestellten Formkérpern mit nach einem anderen
Verfahren als Spritzgiessen hergestellten anorganischen Formkdrpern

Title (fr)
Procédé d'assemblage des piéces inorganiques produites par moulage par injection avec des pieces produites par un autre procédé

Publication
EP 1563931 A1 20050817 (DE)

Application
EP 05002766 A 20050210

Priority
DE 102004006954 A 20040212

Abstract (en)
Method for permanently bonding an injection-molded inorganic molding (1) with a similar second molding (2) comprises: (A) injection molding the
first component from a mixture of powder and binder; (B) removing binder from it; and (C) sintering the two components after they have been placed
against each other.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum dauerhaften Verbinden mindestens eines aus Pulverspritzgussmassen durch Spritzgie3en
hergestellten ersten anorganischen Formkérpers (1) mit mindestens einem nach einem anderen Verfahren als Spritzgie3en hergestellten
zweiten anorganischen Formkdrper (2) mit den Verfahrensschritten: a) SpritzgieBen des ersten anorganischen Formkérpers (1) aus Bindemittel
enthaltenden Pulverspritzgussmassen, b) Entbindern des ersten anorganischen Formkérpers (1) und ¢) Durchfiihren eines Sinterverfahrens mit den
aneinandergefligten ersten und zweiten anorganischen Formkdrpern (1, 2), wobei der mindestens eine erste anorganische Formkdrper (1) und der
mindestens eine zweite anorganische Formkérper (2) vor Schritt b) oder vor Schritt c) aneinandergefiigt werden. <IMAGE>
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